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La presente memoria descriptiva tiene como fin

" la declaracidén del objeto sobre el que ha de recaer el pri-

vilegio de explotacidn industrial y comercial exclusivo en
el territorio nacional de una Patente de Invencidn de acuer
do con la vigente Legislacidén,que, cano el enunciado indica
se trata de "MEJORAS INTRODﬁCIDAS EN LA FABRICACION DE CIR-
CUITOS IMPRESOS PARA GENERACION DE CALOR".

Los sistemas de fabricacidn de circuitocs im-
presos vienen perfeccionidndose constantemente por las mejo-
ras que se van aplicando a los defectos que ain subsisten
o por nuevas técnicas que se incorporan a los propios cir-
cuitos y también-a los sistemas de fabricacidn.

En determinadas clases de circuitos impresos,
dichos defectos pueden ser tan acusados que incluso podrian
comprometer gravemente la homogeneidad del producto reper-
cutiendo pfincipalmente.en su futuro comportamiento.

Los circuitos impresos en que e] metal conduc-
tor se aplica por proyeccién a pistoia, es uno de los que
mds fuertemente puede diferir enire el objetivo a conseguir
¥y lo realmente conseguido.

. Son numerosas las causas que pueden influir
para frustrar el resultado, tales como la adherencia del
material conductor al material dieléctrico, la oxidacién de
las particulas de metal fundido y proyectado por la llama

y chorro de aire de la pistola de metalizacién, la humedad
‘del aire, las corrientes parésitas’de aire end lugar de la
metalizacién, el espesor de la capa, la anchura de la iinea
conductora fijada por la aplicacidén del éistema de reserva

serigrdfico, dada la irregularidad de la superficie obteni-

da, ete. -
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Cuando se trata de haéer por este procedimientq
"una placa de circuito impreso de pequeiio formato y potencia,
pero para los voltajes hoy en uso, 127 y 220 V., las técni-
cas tanto del circuito propiamente dicho, por una parte,
como de fabricacidn del mismo, por otra, son en su mayor
parte radicalmente diferentés. |

31 el circuito impreso es de formato mayor y
para potencias normales 1,000 ¥y 1.500 W, o valores parecidoes
cambian algunos puntos de dificultad pero las mejoras QUe
se reivindican en esta patente beneficia de igual forma
la homogeneidad del producto.

En principio, hay que elegir cuidadosamente el
material que formard la armadura, ¢ scoporte del médulo de
circuito impreso para que no existan deformaciones o sobre-
vengan saltad5s de material o roturas, que comprometerian
gravisimamente el fﬁncionamiento;

' Dado que fundémentalmente se ha.pensado en la
creacidn de aparatos para-generacidn'de calor destinados a
los hogares, debe sobresalir dentro de‘sus caracteristicas
la de ser objetos altamente decorativos.

'Partigndp de esta idea, y de que debe Ser un
material de gran rigidez dieldctrica, se ha elegido el crig
tal como soporte del circuito-impreso, puesto que reune es-
tas dos condiciones, rigidez dieléctrica y muchisimas posi-

bilidades de decoracidn.

El cristal puede ser transparente u opaco, tefi]

do de cualquier color, decorado 0 no, puede ser también
plano cilindrico, o de cualquier forma geométrica, armado -
con tejido metdlico interior o no y asi mismo templado o

sin'templar para cualquiera de las poSibilidades mencionada
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Antes de la aplicacidén de la capa metélica.que:
.daré origen al circuito impreso, el cristal debe ser someti-~
do a dos cuidadosas operaciones para garantizar la adheren-
cia del metal.

; __ Un enérgico Qesengrase y

_ Un progresivo calentamiento del cristal hasta
llevarlo a un estado superficial en que se produzea la adhe—.
gién de las microparticulas del metal proyectado sobre cual
quiera de sus caras, sobre determinadas partes, o sobre la
totalidad de su superficie,

Dicho metal serd especialmente elegido para el
efecto que se persiga, funcional o decorativo.

El sistema de metalizacidén por pistola es cono-
cido desde hace muchos afios.

Fn este caso, se trata de la fusién de un hilo
de a;uminio de la méxima pureza y la proyeccidn de este en
dicho estadolfundido- sobre la placa vitrificada, o soporte
dieléctrico ya adecuados para recibiélo.

Ahora, bien; el alambre de aluminio se funde
en la boquilla de la pistola por el efecto de una llama oxi-
dante que incide sobre €1 periféricamente y, seguidamente,
es proyectado por aire a presidén contra el.objeto~a metali-
zar, y dado lo diminuto de las particulas del material fundji
do, éstas se convierten en esferoides de unas ocho micras
de didmetro, los cuales en su recorrido hasta el soporfe,
se oxidan y quedan cubiertos por una finisima capa de déxido
de aluminio Al203, y aunque el exterior de dichos esferoi-
des se enfria por el chorro de aire frio " a presidn que las”
empujs ¥y transporta, su nldcleo permanece caliente hasta su

impacto contra 1la superficie a metalizar.

Mod, 7
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Como el A1203 es un mal conductor eléctrico,
‘es evidente que para un espesor final dado, se obtendrd
mayor resistividad cuanto mayor numeéro de capns se depositern
porque de esta manera se habrd dado lugar al aumento de la
superficie de dxido de aluminio aislante del metal conductor
constituido por los nﬁcleos‘de los esferoides.

Esto es muy importante. Asi como para los cir-
cultos grandes, de gran seccidn no hay excesivas dificulta-
des por la oxidacién debido a las grandes posibilidades de
realizacién que brinda el conductor en sus dimensiones, si

las hay cuando se pretende hacer un circuito de pequefio

formato, poca potencia y para las tensiones hoy en uso

(L27 y 220 V).

Se utiliza entoncés eéta propiedad del aumento
de resistividad por oxidacidén superficial, lo que permite
aumentar el éspesor del conductor ya que de otra forma y da-
da la resigtividad normal del aluminio, no se.podria hacer
Sino un circuito de pequefiisima seccién, donde la longitud
del conductor es ya fija y tambiénlo es la anchura, lo que
obra en perjuicio del espesor-que para este caso no podria
exceder de dos micras, con el consiguiente riesgo de ser
mucho menos resistente a la accién mecdnica.

Esto se consgigue dando varias finas capas ‘de
aluminio proyectado por metalizacién a pistola, dejando tran
currir un tiempo entre capa y capa, facilitando de esta mane
ra, el aumento de.la resistividad del conductor aplicado
v, permitiendo asi qbtener un ‘circuito de alrededor de 35
micras de espesor q'e lo hace mucho mds resistente a la
accidén mecdnica: E§td por lo fanto, conseguida la posibili-
dad de controlar 'y ‘egular a conveniencia la resistividad de

. i
la capa conductora del circuito impreso.

Jor
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" serigrafiar el circuito en su forma y dimensiones con una

'y limpieza total de. la placa obtenida, se adopta el sistema

Seguidamente a la fase de metalizacidn, hay qu

tinta que lo protegerd del ataque del dcido o base que se
utilice para eliminar el'material sobrante.

A continuacién se produce un secado de la
tinta y mds tarde el ataque.al>material por el método tra-
dicional de inmersidn o el mds moderno de aspersidn.

Para la eliminacidn de la tinta serigrdfica

de hacerlo en fase de vapor uvwtilizando un disolvente como el
percloroetileno, uw otro similar, que no tenga los peligros
de otrog disolventes, tales como explosidén, reaccidén con el
polvo originando ciertas cantidades de clorhidrico, ete.

Descrita suficientemente la naturaleza del
presente invento, asi como su realizacidén industrial, sélo
cabe afiadir que en su conjunto y partes constitutivas es po
sibie introducir cambios de forma, materia y disposiciénm,
en cuanto tales alteraciones no supongan variacién sustan-
cial del mismo.

El solicitante, al amparo de los Convenios In-
ternacionales sobre Propiedad Industrial, se reservi el
derecho de extender esta demanda a los paises extranjeros,
si fuera posible, reivindicando la misma prioridad de la’
presente solicitud.

Igualmente el solicitante, se reserva el dere-
cho de introducir en la presente invencién cuantos perfecci
nagmientos sobre ia misma puedan derivarse, mediante la soli
citud de los correspondientes Certificados de Adicidn en la
forma sefialda por la Ley.
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La Patente de Invencién QUé se solicita por vein
fe‘aﬁos en Esvafla, de acuerdo-con la vigente Legislacién,
deberd recaer sobre "MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA FABRICACION
DE CIRCUITOS IMPRESOS PARA GENERACION DE CALOR", en todo de
acue%do con las siguientes

REIVINDICACIONES

1e.- Mejoras introducidas en la fabricacidn de
circuitos impresos para generacidn de calor, caracterizadas
porque como material base para soporte del circuito impreso s
utiliza un cristal de cualquier forma geométrica, pudiendo cor
portar una armazdén interna para darle mayor resistencia o be-
neficiar su decorado; a este cristal se le practica una ener
gica operacidn de,deseﬁgrase‘para llevar a este soporte die~
léctrico a un estado suberfiéial’bbtenido'por calentamiento
a una ftemperatura variable ségﬁn el cristal que se escoja y

el material que.se proyecte, y en la cual temperatura se pro-

zado y proyectado sobre dicho cristal.

' 28, Mejoras introducidas en la fabricacién de
circuitos impresos para geneiécién.deJcalor, en todo de acuer
do con la anterior feivindicécidh; caracterizadas pordue sobrq

la primera capa de metalizacidén se siguen dando las sucesivas

tad la resistividad eléctrica del circuito y homogeneizar el
result 6/ael producto en sufcomportémiénto.

;7 38, Mejorasfint;bducidas'en la fabricacidn de
cifcuitosfémpfesoé‘pafa genéfadiéh de calor, en todo de acuer
do con las anterioresi}eiyindicaéipnéé, caracterizadas porqué
se ablica una.ﬁroteccién éerigféfiéaAa'la pérte metalizada al

objeto de protege},el circuiﬁd del-atagueique por parte de un

duce una adherencia de las microparticulas del” material metalj

capas en el numero gue convéhga,-con objeto de regular a voluT
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. después del ataque a la capa metdlica producido por medio de

-8

~

dcido o una base se hard sobre la placa para eliminar el ma-
terial sobrante.

48, Mejoras introducidas en la fabricacidn de
circuitos impresos para generacidén de calor, en todo de acuep

do con las anteriores reivindicaciones, caracterizadas porque

un dcido o una base, Se realiza una operacidén de lavado o
eliminacidén de la tinta residual de la placa, por la aplica-
cidn de un tratamiento de vapor disolvente.

52,- "MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA FABRICAGION DE
CIRCUITOS IMPRESOS PARA GENERACION DE CALOR".

Segin queda sustancialmente descrito en 1la

presente memoria descriptiva que consta de ocho -hojas mecano-]

grafiadas por una sola cara.

=92 JUN. e

Madrid,
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